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für die Entwicklung von Elektronik auch mit spezifischen 
CAD-Tools nichtelektronischer Bereiche harmonieren müs-
sen. Ein Software-Vertriebskonzept für elektronisches und 
mechanisches Design soll dazu beitragen
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„Clear“ – Löttechnik für höchste Ansprüche 
Zu dieser neuen Produktgruppe der FELDER GmbH gehört 
auch der Lötdraht ISO-Core „Clear“, der mit seinen beson-
deren Vorteilen überzeugt:

•	 kristallklare Rückstände
•	 keine Flussmittelspritzer
•	 optimales Benetzungsverhalten
•	 halogenidfreie Rückstände
Weitere Informationen: www.felder.de – SMT: Stand 4-228
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